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电子 

政策驱动，迎半导体产业发展机遇 

本周两场重要会议再次强调科技创新的重要性。12 月 5 日，国务院总理李

克强主持召开国务院常务会议，决定再推广一批促进创新的改革举措，更大

激发创新创造活力；通过《中华人民共和国专利法修正案（草案）》，有效

保护产权，有力打击侵权。12 月 6 日，李克强主持召开国家科技领导小组

第一次会议强调“更好发挥科技创新对发展的支撑引领作用”，聚焦突破关

键核心技术，突出“硬科技”研究。 

科技的支撑作用如何体现？从全球 GDP 与各大产业增加值来看，1980 年以

来，半导体产业迅猛发展，相较于钢铁、汽车等传统产业，半导体增加值曲

线斜率相对较高，且半导体产业增加值已超过钢铁产业增加值，以集成电路

为主的半导体产业对 GDP 的贡献率稳步提升。从增速来看，全球电子系统、

半导体市场规模增速与 GDP 增速高度相关，其中电子系统增速与 GDP 增速

差距逐渐缩小，而半导体增速则始终保持相对较高水平。 

什么是硬科技？集成电路有多硬？我们看一组研发投入数据，研发投入才是

硬实力，能为未来科技发展提供内生源动力。1）以申万一级行业来看，18H1

研发投入占营收比重中，排名前三位分别是计算机、电子、通信，电子行业

研发投入排名第 2 位。2）选取排名前俩位的子行业观察，半导体行业研发

投入排名第1位，计算机应用排名第2位，且由于应用环节涉及到较多的“软”

科技，我们认为，半导体排名第 1 位的“硬科技”属于当之无愧。随着科创

板的日益临近，“硬科技”之王半导体产业将受到资本市场前所未有的全方

位支持，我们认为是一件利于产业长期健康发展的大好事。 

专利法修正草案利好国产半导体。中国 IC 相关专利自 2000 年以来长期保

持快速增长，2017 年有加速增长的趋势。从专利结构来看，设计相关专利

数量在我国集成电路专利总量中排名第一。此次《中华人民共和国专利法修

正案（草案）》获通过，有大量专利布局、掌握核心技术的企业有望获益，

利好国产半导体行业。 

推荐重点配臵半导体、5G、有业绩保障的消费电子。存储：兆易创新；数

字：GPU：景嘉微；AP：全志科技；模拟：韦尔股份、圣邦股份、富满电子；

功率器件：闻泰科技、扬杰科技、士兰微、华微电子；化合物半导体：三安

光电；设备：北方华创、精测电子、至纯科技、长川科技；材料：晶瑞股份、

中环股份、江丰电子；封测：通富微电；安防：海康威视、大华股份；消费

电子：立讯精密、欧菲科技；5G：深南电路、沪电股份。 

风险提示：下游需求增长不及预期、外部环境边际恶化。 
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一、政策驱动，迎半导体产业发展机遇 

本周两场重要会议再次强调科技创新的重要性。12 月 5 日，国务院总理李克强主持召开

国务院常务会议，决定再推广一批促进创新的改革举措，更大激发创新创造活力；通过

《中华人民共和国专利法修正案（草案）》，有效保护产权，有力打击侵权。12 月 6 日，

李克强主持召开国家科技领导小组第一次会议强调“更好发挥科技创新对发展的支撑引

领作用”，聚焦突破关键核心技术，突出“硬科技”研究。 

 

图表 1：本周科技创新相关政策内容 

日期 会议 内容 

12 月 5 日 国务院常务会议 

再推广一批促进创新的改革举措。 

通过《中华人民共和国专利法修正案（草案）》，加

大侵权打击力度。 

12 月 6 日 国家科技领导小组第一

次全体会议 

强调“发挥科技创新的支撑引领作用”，突出“硬科

技”研究。 
资料来源：中国政府网、国盛证券研究所 

 

图表 2：12 月 5 日会议决定在全国推广的相关举措 

序号 内容 详情 

1 强化科技成果转化激励 

1）允许转制院所和事业单位管理人员、科研人员以“技术

股+现金股”形式持有股权； 

2）引入技术经理人全程参与成果转化； 

3）鼓励高校、科研院所以订单等方式参与企业技术攻关。 

2 创新科技金融服务 

1）为中小科技企业包括轻资产、未盈利企业开拓融资渠道； 

2）推动政府股权基金投向种子期、初创期科技企业； 

3）创业创新团队可约定按投资本金和同期商业贷款利息，

回购政府投资基金所持股权； 

4）鼓励开发专利执行险、专利被侵权损失险等保险产品，

降低创新主体的侵权损失。 

3 完善科研管理 
1）推动国有科研仪器设备以市场化方式运营，实现开放共

享。建立创新决策容错机制。 

资料来源：中国政府网、国盛证券研究所 

 

科技对发展的支撑作用如何体现？科技是核心竞争力，发展半导体产业是掌握科技话语

权的必经之路。从全球 GDP 与各大产业增加值来看，1980 年以来，半导体产业迅猛发

展，相较于钢铁、汽车等传统产业，半导体增加值曲线斜率相对较高，且半导体产业增

加值已超过钢铁产业增加值，以集成电路为主的半导体产业对 GDP 的贡献率稳步提升。

从增速来看，全球电子系统、半导体市场规模增速与 GDP 增速高度相关，其中电子系统

增速与 GDP 增速差距逐渐缩小，而半导体增速则始终保持相对较高水平。 
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图表 3：GDP 与各大产业增加值对比（亿美元） 

 

资料来源：《微电子学概论》、国盛证券研究所 

 

图表 4：全球 GDP 增速 vs 全球电子系统市场增速 

 

资料来源：IC Insight、国盛证券研究所 

 

图表 5：全球电子系统市场增速 vs 全球半导体市场增速 

 

资料来源：IC Insight、国盛证券研究所 
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什么是硬科技？集成电路有多硬？我们看一组研发投入数据，研发投入才是硬实力，能

为未来科技发展提供内生源动力。1）以申万一级行业来看，18H1 研发投入占营收比重

中，排名前三位分别是计算机、电子、通信，电子行业研发投入排名第 2 位。2）选取

排名前俩位的子行业观察，半导体行业研发投入排名第 1 位，计算机应用排名第 2 位，

且由于应用环节涉及到较多的“软”科技，我们认为，半导体排名第 1 位的“硬科技”

属于当之无愧。随着科创板的日益临近，“硬科技”之王半导体产业将受到资本市场前

所未有的全方位支持，我们认为是一件利于产业长期健康发展的大好事。 

 

图表 6：研发占营收比重 

 

资料来源：Wind、国盛证券研究所 

 

图表 7：电子板块研发占营收比重 

 

资料来源：Wind、国盛证券研究所 

 

中国集成电路专利数量快速增长，专利法修正草案利好国产半导体。美国集成电路相关

专利数量增长自 2002 年达到顶峰，互联网泡沫破裂之后逐渐下滑，而中国相关专利自

2000 年以来长期保持快速增长，2017 年有加速增长的趋势（17 年申请数显示较少，主

要由于部分专利还未公开）。从专利结构来看，设计相关专利数量在我国集成电路专利总

量中排名第一，而设计领域中，模拟电路专利数量位居首位，之后依次是处理器、逻辑
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电路、存储器。此次《中华人民共和国专利法修正案（草案）》获通过，有大量专利布局、

掌握核心技术的企业有望获益，利好国产半导体行业。 

 

图表 8：《中华人民共和国专利法修正案（草案）》主要内容 

序号 内容 详情 

1 加大打击力度 借鉴国际做法，大幅提高故意侵犯、假冒专利的赔偿和罚款额 

2 明确举证责任 明确了侵权人配合提供相关资料的举证责任 

3 明确激励机制 
明确了发明人或设计人合理分享职务发明创造收益的激励机制，并完

善了专利授权制度 
资料来源：中国政府网、国盛证券研究所 

 

图表 9：中国集成电路领域专利增长趋势 

 

资料来源：《国内外集成电路知识产权市场概况》、国盛证券研究所 

 

图表 10：我国集成电路布图设计专有权（2006 年到 2016 年） 

 
资料来源：《国内外集成电路知识产权市场概况》、国盛证券研究所 
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图表 11：中国主要集成电路领域公开专利主要权利人（1985-2017） 

排名 公司 地区 专利数 

1 中芯国际 中国大陆 6960 

2 三星 韩国 6594 

3 华虹集团 中国大陆 5230 

4 松下半导体 日本 4203 

5 华为 中国大陆 4200 

6 台积电 中国台湾 3632 

7 IBM 美国 3432 

8 索尼 日本 3352 

9 英特尔 美国 3221 

10 中兴 中国大陆 3006 

11 美国高通 美国 2546 

12 中科院微电子研究所 中国大陆 2345 

13 飞利浦 荷兰 2316 

14 东芝 日本 2077 

15 电子科技大学 中国大陆 1911 

16 清华大学 中国大陆 1796 

17 日本电气株式会社 日本 1664 

18 富士通 日本 1646 

19 鸿海 中国台湾 1624 

20 半导体能源研究所 日本 1685 

资料来源：《国内外集成电路知识产权市场概况》、国盛证券研究所 

 

板块反弹看什么？重点推荐半导体、安防及消费电子板块优质龙头企业。推荐重点配臵

半导体、5G、有业绩保障的消费电子。存储：兆易创新；数字：GPU：景嘉微；AP：全

志科技；模拟：韦尔股份、圣邦股份、富满电子；功率器件：闻泰科技、扬杰科技、士

兰微、华微电子；化合物半导体：三安光电；设备：北方华创、精测电子、至纯科技、

长川科技；材料：晶瑞股份、中环股份、江丰电子；封测：通富微电；安防：海康威视、

大华股份；消费电子：立讯精密、欧菲科技；5G：深南电路、沪电股份。 

二、本周行情回顾 

本周沪深 300 上涨 0.68%，申万电子指数上涨 0.68%，跑赢沪深 300 指数 0.40 个百分

点，在 28 个申万一级行业中涨幅排名第 22。 
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图表 12：申万一级行业周涨跌幅 

 
资料来源：Wind、国盛证券研究所 

 

图表 13：电子行业指数相对沪深 300 表现 

 

资料来源：Wind、国盛证券研究所 

 

图表 14：细分行业周涨跌幅 

 
资料来源：Wind、国盛证券研究所 
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三、半导体行业动态 

我国首次超越韩国成为全球最大半导体设备市场 

近日，据国际半导体设备与材料协会报告预测，今年中国半导体设备市场规模有望达 118

亿美元，同比实现 43.9%的增长，明年市场规模有望扩大至 173 亿美元，增长 46.6%，

成为全球第一大市场。而同一时期内韩国的半导体设备市场规模从 179.6 亿美元减少至

163 亿美元，减幅为 9.2%。 

来源：电子发烧友 

 

中芯国际上海 12 英寸生产线在建，计划投资逾 100 亿美元 

12 月 5 日，上海市委副书记、市长应勇与副市长吴清一行首先来到中芯国际，这里在建

面向下一代高端通讯和消费类电子产品的 12英寸芯片生产线，计划投资逾 100亿美元，

建成后将成为国内技术最先进的芯片生产基地。位于临港重装备产业区的上海积塔半导

体项目，总投资 359 亿元，将打造面向工业控制和汽车电子等高端应用的特色工艺生产

线。 

来源：格隆汇 

 

先进制程步步推进，台积电回马再充 8 寸厂产能 

台积电于 12 月 6 日举办供应链论坛，总裁魏哲家表示，过去 1 年台积电的 7 纳米制程

成功进入量产，明年将会建制更多厂房来因应生产。而外界关注的 5 纳米，台南 18 厂

陆续装机中，明年第 2 季开始风险试产，后年开始量产。更先进的 3 纳米，厂房正在等

待环评，魏哲家预期，3 纳米将成为带领推动半导体产业继续增长的动能。 

由于 8 英寸需求相当强劲，将在台南 6 厂新增 1 座 8 英寸新厂，专门提供特殊制程。这

是继 2003 年台积电在大陆上海松江盖 8 英寸厂后，再次打算增建 8 英寸厂产能。 

来源：中国 IC 交易网 

 

力晶 9800 万美元联贷案正式完成募集 

台湾土地银行统筹主办力晶集成电子制造股份有限公司总金额新台币 30 亿元（合约

9800 万美元）联贷案，已成功完成募集。12 月 3 日，由台湾土地银行董事长凌忠嫄代

表银行团与力晶集成电子制造股份有限公司黄崇仁董事长签订联合授信合约。 

今年 5 月，力晶董事长黄崇仁宣布，将斥资近 3,000 亿元新台币在竹科铜锣园区兴建 12

英寸新厂，预计 2020 年启动建厂。 

目前力晶在台湾有 12 英寸及 8 英寸厂，其中 12 英寸月产能 10 万片、8 英寸 7 万片，

旗下巨晶去年买下新日光竹南厂，正改造为 8 英寸晶圆代工厂，预计月产能可达 5 万片，

届时，力晶 8 英寸月产能可增加到 12 万片。 

来源：中国 IC 交易网 

 

博通 2019 年财测优于市场预期 资料中心业务畅旺看好明年云端需求 

博通(Broadcom)于 12 月 6 日公布季报，受企业存储和网络产品需求旺盛的推动，公司

Q4 营收和利润高于市场预期，博通的乐观业绩与苹果其它供货商形成鲜明对比，后者下

调了预期，暗示新 iPhone 的市场需求不温不火. 

博通 CEO 陈福阳（Hock Tan）在一份声明中说，“展望 2019 财年，我们预计收入将再

次实现两位数的增长，新收购的大型机和企业软件业务将保持我们在半导体领域的需求

持续旺盛。” 

来源：新浪科技、Digitimes 

 

百度云宣布边缘计算开源，发布智能边缘开源平台 OpenEdge 

12 月 6 日，百度云在 2018 ABC Inspire 企业智能大会上，正式发布百度智能边缘（Baidu 
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IntelliEdge，BIE）开源版本 OpenEdge，在中国第一个宣布边缘计算开源。Gartner 认为，

边缘计算正在成为人工智能的下一个热点。未来五年，专业的人工智能芯片以及更强大

的处理能力、存储及其他高级功能将被添加至更广泛的边缘设备。同时伴随 5G 的成熟，

其提供更低的延迟、更高的带宽，将使得每平方公里节点（边缘端点）的数量急剧增加。

此外，边缘计算也将在实现数字业务和 IT 解决方案等层面应用广泛。 

来源：物联网智库 

 

高通 7 奈米 S855 平台放量在即，高阶机种逆势成长 

美国当地时间 12 月 4 日上午，高通在夏威夷举办的骁龙技术峰会上，发布了支持 5G 网

络的新一代旗舰处理器骁龙 855。高通总裁 Cristiano Amon 表示，5G 智能手机将在未来

几个月能够买到。 

Snapdragon 855 行动平台已获得多家手机业者采用，除了三星电子预将在 2019 年上半

推出的新一代旗舰 Galaxy S10 系列外，还有小米、Vivo、Google、LG、宏达电及华硕也

都会在 2019 年上半推出搭载 Snapdragon 855 行动平台的新机。虽然全球智慧型手机市

况买气减弱，但高阶机种仍逆势成长，Snapdragon 855 仍是多家业者唯一选择。 

来源：电子工程专辑、Digitimes 

 

因应 2019 年淡季 台积电明年将降低代工价格 

12 月 4 日，据台湾地区《经济日报》报导，台积电为因应明年产业淡季，决定开始采取

优惠价格。此次优惠的范围涵盖 8 英寸到 12 英寸晶圆代工业务，希望能吸引客户提前

下单，确保明年的营运，近年罕见。  

台积电在第 3 季法说会时曾表示，明年 7 纳米需求还是很强劲，且在 11 月底，台积电

刚公告新进一批价值约新台币 85 亿元的新设备，显示底气仍在，且从消息来看，优惠

范围并不包含 7 纳米。但为避免产能松动对财报的冲击，尤其是 12 纳米以上制程，所

以提出价格优惠，以降低营运风险。 

来源：TechNews 科技新报 

 

ASML 供应商遭受火灾 

12 月 3 日，ASML 的一家供应商 Prodrive 遭受了火灾重创。据 ASML 通告称，火灾摧毁

了元件供应商 Prodrive 工厂部分库存、生产线，现已确定 2018 年出货不会受到影响，

但是 2019 年年供货情况预计将遭影响。中芯国际在今年 5 月耗资 1.2 亿美元，相当于

其 2017 全年净利润（1.264 亿美元），订购的 EUV 光刻机原计划在 2019 年年初出货。 

来源：闪存市场 

 

景嘉微定增募资 10.88 亿芯片项目获证监会核准批复 

12 月 4 日，景嘉微发布公告称，公司收到中国证监会出具的《关于核准长沙景嘉微电子

股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准景嘉微非公开发行不超过 54,161,820 股新

股。公告显示，公司拟募集资金不超过 10.88 亿元,其中,国家集成电路基金认购金额占

本次非公开发行募集资金总额的 90%。 

扣除发行费用后，本次募集资金将用于高性能 GPU 研发及产业化项目、面向消费电子领

域的通用类芯片研发及产业化项目和补充流动资金。 

来源：半导体观察网 

 

至纯科技：本次募投项目生产 3D 视觉核心部件 DOE，产能 1 亿片 

12 月 5 日，至纯科技 发布关于收到证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金的公告。至纯科技主营业务为高纯工艺系统与高纯工艺

设备的设计、加工制造、安装。本次交易后，至纯科技将通过汇波科技进入光纤传感及

光电子元器件领域。本次募投项目所生产的 DOE 是 3D 视觉结构光解决方案中的核心部

件之一，预计达产后第一年实现销售 40 千万片。 

来源：摩尔芯闻 

 

电源管理芯片厂致新溢价 36.9%收购类比科 
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电源管理芯片厂致新 12 月 5 日宣布，以每股 23 元新台币（下同）收购类比科，最高收

购 90%股权，以类比科昨天收盘价 16.8 元计算，溢价 36.9%。致新表示，考量双方公

司产品应用领域相似，通过有效整并集团资源，可扩大集团营运规模。 

业界指出，致新上季推出新款电源管理 IC，成功获得面板厂认证，加上陆系面板厂产能

开出，带动面板类电源管理 IC 出货明显成长。另一方面，致新新产品光学防手震（OIS）

驱动 IC，目前仍在推广及小量出货阶段，期许明年在手机功能逐步强大带动下，挹注明

年业绩成长。 

来源：摩尔芯闻 

 

韦尔股份现金收购芯能投资获监事会表决通过 

12 月 4 日晚间，韦尔股份发布公告，拟现金购买瑞滇投资持有的芯能投资、芯力投资各

100%的股权，成交价格为 168,741.925 万元。本次交易不涉及发行股份，不构成重组

上市。 

芯能投资、芯力投资是专为投资北京豪威设立的实体，主营业务为 CMOS 图像传感器

的研发和销售，韦尔股份与北京豪威的客户均主要集中在移动通信、平板电脑、安防、

汽车电子等领域。借助韦尔股份的分销渠道优势，北京豪威可以将精力集中于客户设计

方案和芯片产品研发，进而使得公司整体方案解决能力得到加强。 

来源：爱集微 

风险提示 

下游需求增长不及预期、外部环境边际恶化。 
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